












































专利名称(译) 模块化传感器平台

公开(公告)号 US20190133464A1 公开(公告)日 2019-05-09

申请号 US16/146897 申请日 2018-09-28

[标]申请(专利权)人(译) 三星电子株式会社

申请(专利权)人(译) SAMSUNG ELECTRONICS CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) SAMSUNG ELECTRONICS CO.，LTD.

[标]发明人 FISH RAM
SCHUESSLER JAMES
PENDERS JULIEN
BROWN LINDSAY
NUOVO FRANK SETTEMO
PHILLIPS SHELDON GEORGE
TORFS TOM

发明人 FISH, RAM
SCHUESSLER, JAMES
PENDERS, JULIEN
BROWN, LINDSAY
NUOVO, FRANK SETTEMO
PHILLIPS, SHELDON GEORGE
TORFS, TOM

IPC分类号 A61B5/0205 A61B5/00 A61B5/1455

CPC分类号 A61B5/02055 A61B5/0002 A61B5/681 A61B5/14552 A61B5/0402 A61B5/0533 A61B5/01 A61B5/1118 
A61B2560/0242 A61B2560/045 A61B5/7278 A61B5/02141

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

示例性实施例包括模块化传感器平台，包括：基本模块，包括显示器，
处理器，存储器和通信接口;可拆卸地连接到基座模块的带，使得带可以
用不同类型的带替换;以及传感器模块，其从用户收集数据，传感器模块
与基础模块通信并且可移除地耦合到带，使得传感器模块可用不同类型
的传感器模块替换，传感器模块还包括多个传感器单元可拆卸地连接到
传感器模块，使得各个传感器单元可用不同类型的传感器单元替换。
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